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(57)【要約】
【課題】有機ＥＬ素子の発光領域を狭めるのを抑制し、
有機ＥＬ素子の特性を改善する。
【解決手段】少なくとも透光性基板１上に、画素電極２
、対向電極７、有機発光層５、画素電極２に対応した発
光領域を区画する樹脂組成物からなる隔壁３を形成し、
画素電極２及び対向電極７から有機発光層５に電流を流
して発光させる有機エレクトロルミネッセンス素子であ
って、隔壁３の側面の表面粗さを約３ｎｍ以上として粗
面化する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも基板上に、画素電極、対向電極、有機発光層を含む発光媒体層、前記画素電
極に対応した発光領域を区画する樹脂組成物からなる隔壁が形成され、前記画素電極及び
対向電極から前記有機媒体層に電流を流すことにより、前記有機発光層を発光させる有機
エレクトロルミネッセンス素子であって、前記隔壁の側面の表面粗さを約３ｎｍ以上とす
ることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンスパネル。
【請求項２】
　前記隔壁の接触角がキシレンに対して１０度以下とすることを特徴とする請求項１に記
載の有機エレクトロルミネッセンスパネル。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の有機エレクトロルミネッセンスパネルを製造する製造方法であ
って、基板上に樹脂組成物からなる隔壁を形成する工程と、前記隔壁上面と露出した側面
に粗面化処理を施す工程と、を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンスパ
ネルの製造方法。
【請求項４】
　前記粗面化処理が、酸素プラズマ照射によるプラズマ処理であることを特徴とする請求
項３に記載の有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法。
【請求項５】
　請求項１又は２に記載の有機エレクトロルミネッセンスパネルを製造する製造方法であ
って、基板上に樹脂組成物からなる隔壁を形成する工程と、前記隔壁上面と露出した側面
に粗面化処理を施す工程と、ノズルプリンティング方式により隔壁に囲まれた領域にイン
クを付与して画素を形成する工程と、を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッ
センスパネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機薄膜のエレクトロルミネッセンス（以下、有機ＥＬと略す）現象を利用
した有機ＥＬパネル及び有機ＥＬパネルの製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ素子は、陽極としての電極と、陰極としての電極との間に、少なくともエレク
トロルミネッセンス現象を呈する有機発光層を挟持してなる構造を有し、電極間に電圧が
印加されると、有機発光層に正孔と電子が注入され、この正孔と電子とが有機発光層で再
結合することにより、有機発光層が発光する自発光型の素子である。
【０００３】
　さらに、発光効率を増大させるなどの目的から、陽極と有機発光層との間に正孔注入層
、正孔輸送層、電子ブロック層、又は、及び、有機発光層と陰極との間に正孔ブロック層
、電子輸送層、電子注入層などが適宜選択して設けられている。
【０００４】
　有機発光層を形成する有機発光材料には、低分子材料と高分子材料が有り、一般に低分
子材料は真空蒸着法等により薄膜形成し、このときに微細パターンのマスクを用いてパタ
ーニングするが、この方法では基板が大型化すればするほどパターニング精度が出にくい
という問題がある。また、真空中で成膜するためにスループットが悪いという問題がある
。
【０００５】
　そこで、最近では高分子材料や低分子材料を溶剤に溶かして塗工液(以下インキとする)
にし、これをウェットコーティング法で薄膜形成する方法が試みられるようになってきて
いる。薄膜形成するためのウェットコーティング法としては、スピンコート法、バーコー
ト法、スリットコート法、ディップコート法等があるが、高精細にパターニングしたりＲ
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ＧＢ３色に塗り分けしたりするためには、これらのウェットコーティング法では難しく、
塗りわけ・パターニングを得意とする印刷法による薄膜形成が最も有効であると考えられ
る。
【０００６】
　この有機発光インキを印刷する方法としては、弾性を有するゴムブランケットを用いる
オフセット印刷法（特許文献１）や同じく弾性を有するゴム版や樹脂版を用いる凸版印刷
法（特許文献２）、さらにはインクジェット法（特許文献３）、ノズルプリンティング法
などが提案されている。
【０００７】
　有機材料を画素領域に成膜する場合、吐出されたインキが隣の画素領域に流出すること
を防止するために、画素領域を仕切る仕切部材（以下バンクともいう。また仕切部材を構
成する層をバンク層という。）を設けて、仕切部材に囲まれる画素領域にインキを充填す
る。
【０００８】
　バンクがインキに対し親和性である場合、バンクとインキとの密着性がよく、インキが
バンクの表面に沿って広がりやすい。このため、バンクにインキを充填すると、バンクの
側面（バンクの幅方向の壁をなす傾斜面をいう）でインキがはじかれることなく、インキ
がバンクの側面を濡れ上がり、発光領域を狭めてしまう。
【０００９】
　逆にバンクがインキに対し非親和性を示す場合、バンクとインキとの密着性が悪く、イ
ンキがバンクの表面に沿って広がりにくい。このため、バンクにインキを充填しても、バ
ンクとインキの密着性が悪いためバンク側面にインキが濡れあがることはない。しかしイ
ンキを加熱して溶媒を蒸発させると、バンク側面でインキがはじかれたままインキの嵩が
減っていく。このため、成膜後には中央部で厚く周辺部で薄い薄膜が形成されてしまう。
中央部でも周辺部でも均一な厚みになり表面が平面をなすように薄膜が形成されていない
と、色むらが生じたり信頼性が低下したりする。
【００１０】
　バンクがインキに対し親和性である場合、インキの粘度が低いため、濡れ上がりが多く
なりバンク層の側面に厚い膜を形成してしまう。
【００１１】
　濡れ上がりによりバンク側面に厚い有機膜を形成すると、発光領域が狭くなり発光効率
や寿命特性が低下してしまう。
【００１２】
　画素内の平坦性を改善する方法としては、隔壁を部分的に撥水処理するなどの方法（特
許文献４）が提案されている。
【００１３】
　また、濡れ上がりに関しては（特許文献５）の方法が提案されているが、上部のみの粗
面化であり、この方法では粗面化されていない隔壁下部の領域は濡れ上がってしまうとう
問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２００１－９３６６８号公報
【特許文献２】特開２００１－１５５８５８号公報
【特許文献３】特開２００２－３０５０７７号公報
【特許文献４】特許第３３２８２９７号公報
【特許文献５】特開平１１－３２９７４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
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　本発明は上述の事情に鑑みてなされたものであり、その目的は有機ＥＬ素子の発光領域
の広域化による特性改善を図った有機エレクトロルミネッセンスパネル及びその製造方法
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　請求項１に記載の発明は、少なくとも基板上に、画素電極、対向電極、有機発光層を含
む発光媒体層、前記画素電極に対応した発光領域を区画する樹脂組成物からなる隔壁が形
成され、両電極から有機層に電流を流すことにより、前記有機発光層を発光させる有機エ
レクトロルミネッセンスパネルであって、前記支持基板の前記隔壁の側面の表面粗さを約
３ｎｍ以上とすることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンスパネルである。
【００１７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１又は２に記載の有機エレクトロルミネッセンスパネ
ルであって、前記隔壁の接触角がキシレンに対して１０度以下とすることを特徴とする有
機エレクトロルミネッセンスパネルである。
【００１８】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の有機エレクトロルミネッセンスパネ
ルを製造する製造方法であって、支持基板上に樹脂組成物からなる隔壁を形成する工程と
、前記隔壁上面と露出した側面に粗面化処理を施す工程と、を有することを特徴とする有
機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法である。
【００１９】
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の有機エレクトロルミネッセンスパネルの製
造方法であって、前記粗面化処理が、酸素プラズマ照射によるプラズマ処理であることを
特徴とする有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法である。
【００２０】
　請求項５に記載の発明は、請求項１又は２に記載の有機エレクトロルミネッセンスパネ
ルを製造する製造方法であって、支持基板上に樹脂組成物からなる隔壁を形成する工程と
、前記隔壁上面と露出した側面に粗面化処理を施す工程と、ノズルプリンティング方式に
より隔壁に囲まれた領域にインクを付与して画素を形成する工程と、を有することを特徴
とする有機エレクトロルミネッセンスパネルの製造方法である。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、有機ＥＬ素子の発光領域を狭めるのを抑制し、有機ＥＬ素子の特性を
改善することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態に係る有機ＥＬ装置における有機ＥＬディスプレイパネル断面
の模式図である。
【図２】本発明の実施形態に係る有機ＥＬ装置における隔壁の模式図である。
【図３】本発明の実施形態に係る有機ＥＬ装置におけるカソードカップリング方式のプラ
ズマ発生装置の模式図である。
【図４】本発明の実施形態に係る有機ＥＬ装置におけるアノードカップリング方式のプラ
ズマ発生装置の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を、パッシブマトリックスタイプの有機ＥＬ
ディスプレイパネルを作成する場合を例に説明する。ただし、本発明はこれらに限定され
るものではない。図１は本発明の有機ＥＬ装置における有機ＥＬディスプレイパネル断面
の模式図を示し、図２は図１における隔壁部分の模式図である。
【００２４】
　有機ＥＬディスプレイパネルにおける有機ＥＬ素子は、透光性基板１上に形成される。
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透光性基板１としては、ガラス基板やプラスチック製のフィルムまたはシートを用いるこ
とができる。プラスチック製のフィルムを用いれば、巻取りにより高分子ＥＬ素子の製造
が可能となり、安価にディスプレイパネルを提供できる。そのプラスチックとしては、例
えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン、シクロオレフィンポリマー、ポリ
アミド、ポリエーテルスルホン、ポリメタクリル酸メチル、ポリカーボネート等を用いる
ことができる。また、これらのフィルムは水蒸気バリア性、酸素バリア性を示す酸化ケイ
素といった金属酸化物、窒化ケイ素といった酸化窒化物やポリ塩化ビニリデン、ポリ塩化
ビニル、エチレン-酢酸ビニル共重合体鹸化物からなるバリア層が必要に応じて設けられ
る。
【００２５】
　透光性基板１の上には陽極としてパターニングされた画素電極２が設けられる。画素電
極２の材料としては、ＩＴＯ（インジウム錫複合酸化物）、ＩＺＯ（インジウム亜鉛複合
酸化物）、酸化錫、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化アルミニウム複合酸化物等の透明電
極材料が使用できる。なお、低抵抗であること、耐溶剤性があること、透明性があること
などからＩＴＯが好ましい。ＩＴＯはスパッタ法により透光性基板１上に形成されフォト
リソ法によりパターニングされライン状の画素電極２となる。
【００２６】
　ライン状の画素電極２を形成後、隣接する画素電極２の間に感光性材料を用いて、フォ
トリソグラフィー法により隔壁３が形成される。さらに詳しくは、感光性樹脂組成物を透
光性基板１に塗布する工程と、パターン露光、現像して隔壁パターンを形成する工程を少
なくとも有する。上記隔壁３は、各画素に対応した発光領域を区画するように樹脂組成物
により形成するもので、例えば画素電極２の端部を覆うように形成することが好ましい。
【００２７】
　隔壁３を形成する感光性材料としては本発明ではポジ型レジストを用いるが、これに限
らずネガ型レジストやそのほかの樹脂をドライエッチングなどによりパターニングして使
用しても良い。生産性の観点からはポジ型レジストが好ましい。ポジ型レジストは市販の
もので構わないが、絶縁性を有する必要がある。隔壁３が十分な絶縁性を有さない場合に
は隔壁３を通じて隣り合う画素電極２に電流が流れてしまい異常発光や電流のリーク等の
表示不良が発生してしまう。
【００２８】
　上記感光性材料としては具体的にはポリイミド系、アクリル樹脂系、ノボラック樹脂系
、フルオレン樹脂系といったものが挙げられるが本発明ではこれに限定するものではない
。また、有機ＥＬ素子の表示品位を上げる目的で、光遮光性の材料を感光性材料に含有さ
せても良い。
【００２９】
　隔壁３を形成する感光性樹脂はスピンコーター、バーコーター、ロールコーター、ダイ
コーター、グラビアコーター等の公知の塗布方法を用いて塗布される。次に、パターン露
光、現像して隔壁パターンを形成する工程では、従来公知の露光、現像方法により隔壁３
部分のパターンを形成できる。
【００３０】
　パターン露光の方式としては、カラーフィルターなどでも用いられているプロキシミテ
ィ露光が生産性やコストの点から好ましいが、本発明はこれに限定するものではない。こ
こでプロキシミティ露光の場合、隔壁３をパターニングするためにフォトマスクを使用す
るが、このフォトマスクは隔壁３が求める形となるように設計される必要がある。多くの
場合、隔壁３とほぼ同一のパターンでポジまたはネガの違いに対応したパターンを持つフ
ォトマスクを作製することで求める隔壁形状が得られる。
【００３１】
　ポジ型レジストにより隔壁３を形成する場合には、隔壁３のある部分が遮光されるよう
なフォトマスクの設計となる。露光、現像により隔壁をパターニングしたのち、焼成工程
にて加熱することによりパターニングしたフォトレジスト樹脂を硬化させ、隔壁３とする
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。この時の焼成温度は１８０℃以上とする事が好ましい。焼成温度がこれより低いと、十
分な耐性や安定性が得られなくなってしまうためである。
【００３２】
　また、隔壁３は上記の露光、現像方式以外にも印刷法などによるパターン形成をする事
ができる。例えば反転オフセット印刷方式の場合、まずブランケット上に隔壁３を形成す
る樹脂をベタで形成し、次にパターンの不要となる部分を刷版に転写する事により除去す
る。最後にブランケット上に残ったパターンを被印刷基板にアライメントを合わせて、転
写するという方法により隔壁３のパターン形成が行われる。また、隔壁３のパターン形成
後に焼成により硬化処理が行われる。この反転オフセット印刷法の場合も、隔壁３を形成
する樹脂成分としては、たとえばポリイミド系、アクリル樹脂系、ノボラック樹脂系、フ
ルオレン樹脂系といったものが挙げられるが本発明ではこれに限定するものではない。
【００３３】
　本発明における隔壁３は、厚みが０．５μｍから５．０μｍの範囲にあることが望まし
い。隔壁３が薄すぎると隣接画素間で正孔輸送層経由でのリーク電流の発生や、ショート
の防止効果が得られないことがあり好ましくない。
【００３４】
　有機ＥＬディスプレイパネルにおいて、画素電極２の間に隔壁３を設けた場合、隔壁３
を直行・横断して陰極層（対向電極）を形成することになる。このように隔壁３をまたぐ
形で陰極層を形成する場合、隔壁３が高すぎると陰極層の断線が起こってしまい表示不良
となる。隔壁３の高さが５．０μｍを超えると隔壁３の断面が順テーパー形状であっても
陰極の断線がおきやすくなってしまい好ましくない。
【００３５】
　隔壁焼成後、隔壁３の粗面化処理を行う。処理はプラズマ処理、コロナ放電等があり、
特にプラズマ処理が好ましい。プラズマ処理に使用するガスは、酸素、窒素、アルゴン、
四フッ化メタン、またはそれらの混合ガスが挙げられ酸素ガスが好ましいが本発明ではこ
れに限定するものではない。隔壁側面の表面粗さＲａは、Ｒａ＝３ｎｍ以上５００ｎｍ以
下が好ましいが、Ｒａ＝１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下がより好ましい。
【００３６】
　隔壁側面の粗さはＲａ＝３ｎｍ未満になると、インキが隔壁側面を濡れ上がり、発光領
域を狭めてしまう。またＲａ＝５００ｎｍ超になると隔壁３が薄くなり、隣接画素間で正
孔輸送層経由でのリーク電流の発生の恐れがあるので好ましくない。
【００３７】
　図３及び図４に、上記プラズマ処理工程に用いることが可能なプラズマ発生装置の模式
図を示す。図中、１１は上部電極、１２は下部電極、１３は被処理基板、１４は高周波電
源である。当該プラズマ発生装置は、平行平板の上部電極１１及び下部電極１２の２極電
極間に高周波電圧を印加して、プラズマを発生させる。
【００３８】
　図３はカソードカップリング方式のプラズマ発生装置の模式図、図４はアノードカップ
リング方式のプラズマ発生装置の模式図を示し、どちらの方式においても、圧力、ガス流
量、放電周波数、処理時間等の条件によって、隔壁３表面の表面粗さを所望の程度とする
ことができる。
【００３９】
　図３及び図４に示したプラズマ発生装置において、図３のカソードカップリング方式は
処理時間を短くすることが可能であり、当該処理工程に有利である。また、図４のアノー
ドップリング方式では、必要以上に透光性基板１にダメージを与えることがない点で有利
である。よって、本工程に用いるプラズマ発生装置は、透光性基板１や隔壁３の材料に応
じて選択すればよい。
【００４０】
　以上のように、隔壁３を形成したのち、正孔輸送層４を形成する。正孔輸送層４を形成
する正孔輸送材料の例としては銅フタロシアニン、テトラ（ｔ－ブチル）銅フタロシアニ
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ン等の金属フタロシアニン類及び無金属フタロシアニン類、キナクリドン化合物、１，１
－ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）シクロヘキサン、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－
Ｎ，Ｎ’－ビス（３－メチルフェニル）－１，１’－ビフェニル－４，４’－ジアミン、
Ｎ，Ｎ’－ジ（１－ナフチル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－１，１’－ビフェニル－４，４
’－ジアミン等の芳香族アミン系低分子正孔注入輸送材料やポリ（パラ－フェニレンビニ
レン）、ポリアニリン等の高分子正孔輸送材料、ポリチオフェンオリゴマー材料、その他
公知の正孔輸送材料の中から選ぶことができる。
【００４１】
　正孔輸送層４の形成方法としては塗布型材料についてはノズルプリンティング法、スピ
ンコート法、スリットコート法、インクジェット法、凸版印刷法等公知の成膜方法を使用
することができる。
【００４２】
　正孔輸送層４の形成後、有機発光層５を形成する。この場合、有機発光層５に対する隔
壁３の接触角は、約１０度以下とする。上記有機発光層５は電流を通すことにより発光す
る層であり、有機発光層５を形成する有機発光材料は、一般に有機発光材料として用いら
れているものであれば良く、クマリン系、ペリレン系、ピラン系、アンスロン系、ポルフ
ィレン系、キナクリドン系、Ｎ，Ｎ’―ジアルキル置換キナクリドン系、ナフタルイミド
系、Ｎ，Ｎ’―ジアリール置換ピロロピロール系等、一重項状態から発光可能な公知の蛍
光性低分子材料や、希土類金属錯体系の三重項状態から発光可能な公知の燐光性低分子材
料が挙げられる。
【００４３】
　これらの有機発光材料は溶媒に溶解または安定に分散させ有機発光インキとなる。有機
発光材料を溶解または分散する溶媒としては、トルエン、キシレン、アセトン、アニソー
ル、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン等の単独またはこ
れらの混合溶媒が挙げられる。中でも、トルエン、キシレン、アニソールといった芳香族
有機溶剤が有機発光材料の溶解性の面から好適である。又、有機発光インキには、必要に
応じて、界面活性剤、酸化防止剤、粘度調整剤、紫外線吸収剤等が添加されても良い。
【００４４】
　有機発光層５の形成方法としては、ノズルプリンティング法、スピンコート法、スリッ
トコート法、インクジェット法や凸版印刷法、凹版オフセット印刷法、凸版反転オフセッ
ト印刷法等によりパターン形成することが可能である。
【００４５】
　有機発光層５の形成後、電子輸送層６を形成する。電子輸送層６の材料としては、一般
に電子輸送材料として用いられているものであれば良く、トリアゾール系、オキサゾール
系、オキサジアゾール系、シロール系、ボロン系等の低分子系材料が挙げられ、真空蒸着
法による成膜形成が可能である。
【００４６】
　電子輸送層６の形成後、対向電極（陰極層）７を形成する。対向電極７の材料としては
、有機発光層５の発光特性に応じたものを使用でき、例えば、リチウム、マグネシウム、
カルシウム、イッテルビウム、アルミニウムなどの金属単体やこれらと金、銀などの安定
な金属との合金などが挙げられる。また、インジウム、亜鉛、錫などの導電性酸化物を用
いることもできる。対向電極（陰極層）７の形成方法としてはマスクを用いた真空蒸着法
による形成方法が挙げられる。
【００４７】
　なお、本発明の有機ＥＬ素子では陽極である画素電極２と陰極である対向電極７の間に
画素電極２側から正孔輸送層４と有機発光層５、電子輸送層６を積層した構成であるが、
画素電極２と対向電極７との間において正孔輸送層４、有機発光層５以外に正孔ブロック
層、電子注入層といった層を必要に応じ選択した積層構造をとることが出来る。また、こ
れらの層を形成する際には正孔輸送層４や有機発光層５、陰極層と同様の形成方法が使用
できる。
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【００４８】
　最後にこれらの有機ＥＬ構成体を、外部の酸素や水分から保護するために、ガラスキャ
ップ８と接着剤９を用いて密閉封止し、有機ＥＬディスプレイパネルを得ることが出来る
。また、透光性基板１が可撓性を有する場合は封止剤と可撓性フィルムを用いて封止を行
っても良い。
【実施例１】
【００４９】
　次に、本発明の実施例について説明する。
【００５０】
　透光性基板１として、対角１．８インチサイズのガラス基板を使用し、この基板１の上
にスパッタ法を用いてＩＴＯ（インジウム-錫酸化物）薄膜を形成し、フォトリソ法と酸
溶液によるエッチングでＩＴＯ膜をパターニングして、画素電極２を形成した。画素電極
２のラインパターンは、線幅９０μｍ、スペース３０μｍでラインが約３２ｍｍ角の中に
約２７０ライン形成されるパターンとした。
【００５１】
　次に隔壁３を画素電極２と平行なライン形状になるよう以下のように形成した。画素電
極２を形成した基板１上にポジ型感光性レジスト：ＡＺエレクトリックマテリアルズ製Ｌ
Ｃ１００を全面スピンコートした。スピンコートの条件を１５０ｒｐｍで５秒間回転させ
た後５００ｒｐｍで２０秒間回転させ、隔壁３の高さを２．０μｍとした。全面に塗布し
た感光性材料に対し、フォトリソグラフィー法により露光、現像を行い画素電極２の間を
覆うとともに、画素を構成するために格子状パターンを有する隔壁３を形成した。その後
、隔壁３を２３０℃、３０分でオーブンにて焼成を行った。
【００５２】
　そして、平行平板型プラズマ発生装置を用い、以下の条件にて上記基板１にプラズマ処
理を施した。
【００５３】
　　使用ガス　　：Ｏ２

　　ガス流量　　：８０ｓｃｃｍ
　　圧力　　　　：８Ｐａ
　　ＲＦパワー　：１５０Ｗ
　　処理時間　　：３０ｍｉｎ
　上記のプラズマ処理を行った後、隔壁３の表面粗さを測定したところＲａ＝３ｎｍであ
った。
【００５４】
　次に、正孔輸送インキとしてバイトロンＣＨ－８０００：４０ｍｌ、超純水：４０ｍｌ
、１－プロパノール：２０ｍｌ（２０体積％）を混合、調液しインキとした。尚、正孔輸
送インキ塗布前の基板１に前処理としてオーク製作所製：紫外線－オゾン洗浄装置（ＵＶ
／Ｏ３）にて３分間紫外線照射を行った。正孔輸送層４をノズルプリンティング法にて塗
布した。その後、３０℃の減圧乾燥炉に基板１を入れ、減圧乾燥を行った。このときの圧
力は約４０秒で１０ｋＰａとなり、５分後に０．５ｋＰａとなった後、大気圧に戻し、減
圧乾燥工程を終了した。その後、基板１を取り出し、電極上等の正孔輸送層４が不要とな
る部分の拭取りを行い、次に２００℃、３０分大気中で正孔輸送層４の焼成を行い、正孔
輸送層４を形成した。このときの正孔輸送層４の膜厚は５０ｎｍとなった。形成された正
孔輸送層４に対し、塗布状態の確認を行った。
【００５５】
　次に、有機発光材料であるポリフェニレンビニレン誘導体を濃度１％になるようにトル
エンに溶解させた有機発光インキを用い、隔壁３に挟まれた画素電極２の真上にそのライ
ンパターンに合わせて有機発光層５をノズルプリンティング法によりパターン形成を行っ
た。このとき乾燥後の有機発光層５の膜厚は画素中心部で５０ｎｍとなった。
【００５６】
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　その上に電子輸送材料であるＡｌｑ３（トリス（８－キノリノラト）アルミニウム）を
抵抗加熱蒸着法により３０ｎｍの厚さにマスク蒸着して形成した。
【００５７】
　最後にＬｉＦ（フッ化リチウム）、Ａｌ（アルミニウム）からなる対向電極７を画素電
極２のラインパターンと直交するようなラインパターンで抵抗加熱蒸着法によりマスク蒸
着して形成した。対向電極７のラインパターンは、線幅９０μｍ、スペース３０μｍこの
ときＬｉＦ層を０．５ｎｍの厚さで形成した後、Ａｌを１５０ｎｍの厚さで形成した。最
後にこれらの有機ＥＬ構成体を、外部の酸素や水分から保護するために、ガラスキャップ
と接着剤を用いて密閉封止し、有機ＥＬ素子を作製した。
【００５８】
　得られた有機ＥＬディスプレイパネルの表示部の周辺部には各画素電極２に接続されて
いる陽極側の取り出し電極と、陰極（対向電極７）側の取り出し電極があり、これらを電
源に接続することにより、得られた有機ＥＬ素子の点灯表示確認を行い、特に画素内の発
光状態の確認を行った。発光状態を観察したところ、画素内のほぼ全体が発光している状
態が観察された。また発光領域を評価した所、画素開口面積に対して９０％であった。
【００５９】
（比較例１）
　比較例１においては、隔壁形成後、ＵＶ処理を行い、その後各層を成膜形成した。隔壁
３の表面粗さを測定したところＲａ＝０．３ｎｍであった。
【００６０】
　得られた有機ＥＬディスプレイパネルは、発光状態を観察したところ、画素内の半分程
度しか発光している状態が観察されなかった。また発光領域を評価した所、画素開口面積
に対して４５％であった。
【符号の説明】
【００６１】
１…透光性基板、２…画素電極、３…隔壁、４…正孔輸送層、５…有機発光層、６…電子
輸送層、７…対向電極、８…ガラスキャップ、９…接着剤、１１…上部電極、１２…下部
電極、１３…被処理基板、１４…高周波電源。
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